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Abstract (en)
A package pre-product (41) is manufactured by injecting a plastics package around a connectionless contact piece (23) of an electrical component
(21), the plastics being transparent for a defined laser radiation. A cable (10) is inserted through an opening in the package up to the contact piece.
A defined laser ration is supplied onto the package pre-product, to reach the conductor ends (13) of the cable and cause a solder or weld connection
to be formed between he contact piece and the conductor ends.

Abstract (de)
Zur Herstellung eines elektrischen Endprodukts wird um einen Anschlussbereich eines elektrischen Bauteils (21) ein Kunststoffgehäuse (16)
gespritzt, wobei im Anschlussbereich das Leiterendstück (13) eines Kabels (10) angelötet oder angeschweißt ist. Zur Vereinfachung und Verbilligung
des Verfahrens wird vorgeschlagen, zunächst ein Gehäuse-Vorprodukt (41) herzustellen, in dem das Kunststoffgehäuse (16) mindestens um die
noch anschlussfreie Kontaktstelle (23) gespritzt wird, wobei ein freier Zugang (40) bis zur Kontaktstelle (23) entsteht. Es wird dabei ein Kunststoff
(14) verwendet, der für eine definierte Laserstrahlung transparent ist. Das Kabelende wird mit seinem Leiterendstück (13) durch den freien Zugang
(40) ins Gehäuse-Vorprodukt (41) eingesteckt. Dann wirkt die definierte Laserstrahlung auf das Gehäuse-Vorprodukt (41) ein, trifft auf das an der
Kontaktstelle (23) befindliche Leiterendstück (13) und erzeugt dort eine gelaserte Löt- oder Schweißverbindung, <IMAGE>
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